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フレーム

本体 

はずし工具 
先端部 

握りストッパー 

■使用方法
１．作業台の上にPC板ブロックを置き
ICをソケット本体の正しい位置に載
せてください。このとき指を樹脂部
に軽く載せ、前後方向に動かし、わ
ずかにICが動くことを確認ください。

２．フレームを本体の固定位置に水平
状態になるように載せてください。
このとき指でフレームを摘み、前後
方向に動かし、わずかにフレームが
動くことを確認ください。

３．フレームセット工具をフレームの
上に載せてください。

４．フレームセット工具の両端を両親
指の先でほぼ同時に一気に押さえ込
みください。

５．フレームセット工具をフレームか
ら外してください。

６．念のため横から爪の噛み合いを目
視で確認してください。

■特長
１．余分なスペースを必要としないで
取外しができます。
フレームを真上にとりはずす構造のため、
SOP用ICソケットの周辺にデバイスが密集し、
指先を入れられないような状態でもフレーム
のとりはずしが可能です。

２．安心して使えるストッパー付です。
フレーム取りはずしの際、はずし工具にス
トッパーが設けてあるため、握りすぎてもフ
レームを破損することはありません。

３．ポケットサイズで機能的デザインです。
全長約１５０mmのコンパクトな工具ですの
でどこにでも携帯でき、人間工学に基く機能
的なデザインとなっています。

■使用上のご注意
１）工具の先端がSOP用ソケットの本体に突き
当たっていない状態でこじることは避けてく
ださい。フレームを破損する恐れがあります。
２）工具の先端は落下などにより変形する恐れ
がありますのでご注意ください。
３）工具の先端が人体などに突き刺さる危険が
ありますのでご注意ください。

■使用方法
１）工具の先端をソケット本体に突き当てるよ
う、フレーム内側に差込んでください。

２）左手の人差指を支点金具に軽く当て、軽い
握り動作を行い、外し工具の先端がフレーム
の腕部に当たるようにしてください。

３）握りストッパーが当
たるまで握り、フレー
ムの爪部を外したうえ
で、ゆっくりこじらな
いように真上に引き上
げてください。

SOP用ICソケット
SSOP用ICソケットフレームセット工具

■品種
芯数 呼び寸 ご注文品番
４４

６００mil AXY８７４４２
７０

SOP用ICソケット
SSOP用ICソケットフレーム取りはずし工具

■品種
芯数 呼び寸 ご注文品番
４４

６００mil AXY８１４４４２
７０

コンタクト 

ICリード 

ミューICソケット 

ワイピング 
距離大 

丸ピンICソケット 

ワイピング 
距離小 

端子がスルーホール
をふさがないため、ハ
ンダ付け時にガスを
うまく逃がすことが
でき、ソケットの浮き
上がりがありません。 

ガスの滞溜がないた
め、ハンダ付部分に
ブローホールの発生
がありません。 

ハンダ付け時の 
ガスの流れ 

ICのリードが曲
がると挿入穴に
入らず、接触し
ないため、テス
ト時に挿入ミス
が発見できる。 

ミューICソケット 

ICのリードが曲
がったままの状
態でも外部スリ
ーブに接触する
ため、電気的導
通があり、テス
ト時挿入ミスが
発見できない。 

丸ピンICソケット 

金属部品と樹脂部を同時
成形し、フラックスの這
い上がりを防止。 

４面接触方式チューリップ型ミューコンタクトにより、
高信頼性・経済性を両立。

■コンタクト構造

■特長
１．ピッタリ４面接触で長寿命。

ICリードとピッタリ面接触するため、接

触面の磨耗が少なく長挿抜寿命です。

２．整列コンタクトで挿抜がスムーズ。

すべてのコンタクトがICリードと面接触

するように整列しているため、挿抜力が小さ

くスムーズです。

また、インナーコンタクトがないため、IC

挿入時のひっかかりもありません。

３．新発想チューリップ型ミューコンタクト

により、接点ワイピング効果大。

４．当社独自の封孔処理により、優れた

耐腐蝕性を実現。
コンタクト表面には封孔処理を施し、薄い

金めっき処理でも厚い金めっき処理と同等の

接触信頼性と耐腐蝕性を実現しています。

５．同時成形端子構造でフラックスタイト。

６．はんだ付け時の浮き、はんだのブ

ローホールの発生を防止。

７．ICリードの挿入ミスが容易に発見

でき、防止できるフレーム構造。
コンタクトがフレームの中に隠れているた

め、ICが正確に挿入されないかぎり接触し

ません。したがって、テストにより、容易に

挿入ミスが発見できます。

μソケットシリーズμICソケット

すべてのコンタクトがICリードと
面接触する方向に整列した
チューリップ型ミューコンタクト

ABAQUSを用いた、

コンタクト設計

（上面から見た図）

接触状態の比較

ミュー
ICソケット

丸ピン
ICソケット

IC挿入時にリードが曲がってしまった場合

ミュー

taniguchi
新規スタンプ
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ミューICソケット 
丸ピンICソケット 

ストローク（㎜） 
2 31 4

接点ワイピング効果大 

挿入力小 
（丸ピン比約７０％） 

挿
入
力 

抜
去
力 

９８．１N 
｛１０kgf｝ 

４９．０N 
｛５kgf｝ 

ー４９．０N 
｛ー５kgf｝ 

ー９８.１N 
｛ー１０kgf｝ 

０ 

ミューICソケット 
丸ピンICソケット 

度
数 

３０ 

２０ 

１０ 

０ 
０．９８１ 
｛１００｝ 

１．９６ 
｛２００｝ 

２．９４ 
｛３００｝ 

３．９２ 
｛４００｝ 

４．９０ 
｛５００｝ 

５．８８ 
｛６００｝ 

６．８６ 
｛７００｝ 

単体挿入力（N｛gf｝） 

挿抜力が小さく、挿入がスムーズに行えます。
●ミューICソケットと丸ピンICソケットの総合挿抜力の比較。
専用の挿抜試験機により、４０ピンのIC挿抜時の挿抜力を測定比較。

従来所定のゲージによりピン単位で最大値を測定していたところを、

IC全体での挿抜力を連続的に測定。

●ミューICソケットと丸ピンICソケットの単体挿入力の比較。
ゲージにより１ピン毎の挿入力を比較。ミューICソケットは、丸ピ

ンICソケットに比べ、挿入力が小さく、かつそのバラツキも小さ

いことがわかる。

●単体挿入力の分布

試料：５０端子

条件：挿入力測定ゲージ

０．６０×０．３０スチー

ルゲージ

Fig．１ Fig．２

接触面の磨耗が少なく長寿命です。
●ミューICソケットと丸ピンICソケットの１００回挿抜後の接触面の比較。
挿抜条件：ICの挿入にはインサータを使用

接触面の拡大写真

（２００倍）

接触面のAuめっき分布状態
X線マイクロアナライザによる表面分析
白く写った部分がAu部分

ミュー
ICソケット

丸ピン
ICソケット

説 明

ミューICソケットは、
面接触のため
接触面積が大きく、
摩耗が少ないが、
丸ピンICソケットは、
ICリードとの接触面積が小さく、深く削れている。

ミューICソケットは、ほとんどAuが残っているが、
丸ピンICソケットは、接触部分には、
Auが残っていない。

μICソケット（AXS２）

taniguchi
新規スタンプ
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IC全体での挿抜力を連続的に測定。

●ミューICソケットと丸ピンICソケットの単体挿入力の比較。
ゲージにより１ピン毎の挿入力を比較。ミューICソケットは、丸ピ

ンICソケットに比べ、挿入力が小さく、かつそのバラツキも小さ
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接触面の磨耗が少なく長寿命です。
●ミューICソケットと丸ピンICソケットの１００回挿抜後の接触面の比較。
挿抜条件：ICの挿入にはインサータを使用
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接触面のAuめっき分布状態
X線マイクロアナライザによる表面分析
白く写った部分がAu部分

ミュー
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丸ピン
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Auが残っていない。

μICソケット（AXS２）

２０：ミューＩＣソケット 

《端子配列・端子形状》 

１：ＤＩＬ端子配列・はんだディップ端子 

７：ＤＩＬ端子配列・はんだディップ端子 

　　（２４芯：列間ピッチ７.６２ｍｍ） 

《めっき仕様（接触部/端子部）》 

１：Auめっき/Ｓｎめっき 

《芯数（２桁表示）》 

０６：６芯　０８：８芯　１４：１４芯　１６：１６芯 

１８：１８芯　２０：２０芯　２４：２４芯　２８：２８芯 

３２：３２芯　４０：４０芯 

AXS １ 
 

2 0 K
■品番体系

■定格
１．性能概要

項目 性能 条件

電気的特性

定格電流 １A

耐電圧 AC１，０００V１分間 検知レベル１mAにて

絶縁抵抗 １，０００M�以上 DC５００Vメガーにて

接触抵抗 ２０m�以下 JIS C５４０２の測定方法に基き、HP４３３８Bで測定する

静電容量 ２pF以下 １KHzにて

機械的特性

耐振性 １４７m/s２{１５G}または全振幅１．５２mmの小さい方/１０Hz～２，０００Hz 試験中最大１００mA通電し１μsec．以上の電流遮断がないこと

耐衝撃性 ９８１m/s２{１００G} 試験中最大１００mA通電し１μsec．以上の電流遮断がないこと

単体挿入力 ２．７０N{２７５gf}以下 表面粗さ０．１S以下の０．６０×０．３０スチールゲージにて測定する

単体抜去力 ０．３９２N{４０gf}以上 表面粗さ０．１S以下の０．４０×０．２０スチールゲージにて測定する

端子保持力 １４．７N{１．５kgf}以上

抜挿寿命 １，０００回以上 ０．５０×０．２５スチールゲージにて

適合リード ０．３８～０．６１×０．２０～０．３５mm

耐環境性

硫化水素 テスト後 接触抵抗２０m�以下 湿度７５～８０％RH、温度４０℃±２℃、濃度３ppm±１ppmに２４０時間放置後

二酸化イオウ テスト後 接触抵抗２０m�以下 湿度９０～９５％RH、温度４０℃±２℃、濃度１０ppm±３ppmに９６時間放置後

耐湿度性
テスト後 接触抵抗２０m�以下

絶縁抵抗３００M�以上
湿度９０～９５％RH、温度４０℃±２℃、２４０時間放置後

熱衝撃性
テスト後 接触抵抗２０m�以下

絶縁抵抗３００M�以上
－５５℃（３０分）→＋１２５℃（３０分）を１サイクルとし、５サイクル実施後

使用周囲温度
－５５℃～＋１２５℃
（ただし、低温においては氷結しないこと）

はんだ耐熱
２６０℃ ５秒以内 はんだ槽
３００℃ ２秒以内 はんだごて

■品種
端子部 Snめっき

箱入数
接触部 Auめっき

タイプ 芯数 ご注文品番 内箱
（スティック） 外箱

DIL

６ AXS２００６１１K ５０個 ３００個

８ AXS２００８１１K ５０個 ３００個

１４ AXS２０１４１１K ２５個 ３００個

１６ AXS２０１６１１K ２５個 ３００個

１８ AXS２０１８１１K ２０個 ３００個

２０ AXS２０２０１１K ２０個 ３００個

２４※１ AXS２０２４１１K １５個 ３００個

２４ ※２ AXS２０２４７１K １５個 ３００個

２８ AXS２０２８１１K １５個 ３００個

３２ AXS２０３２１１K １０個 ３００個

４０ AXS２０４０１１K １０個 ３００個

※１は列間ピッチ１５．２４mm
※２は列間ピッチ７．６２mm
注）全品種スティック包装です。

μICソケット（AXS２）

taniguchi
新規スタンプ
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CADデータ

■使用上のご注意
１．ミューICソケットでは、IC端子ガイド□形

状を角形の樹脂製として、コンタクトに過大

な変位を与えない構造としています。そのた

めIC挿入時の端子曲げ角度の矯正において

は、丸ピンタイプよりも矯正角度を大きくし、

ミューICソケットのIC端子挿入口内に全端

子が入るよう、矯正後ICを挿入ください。

スムーズな挿入ができます。

特にICの端子先端が平で誘い込みの無い場

合には十分にお気をつけください。

２．適合リード寸法は参考までに０．３８～０．６１×

０．２０～０．３５となります。適合寸法以上のリー

ドを挿入しないようにしてください。コンタ

クトを変形させるおそれがあります。

３．ディップはんだ槽でのはんだ付けは、温度

２６０℃以下、時間５秒以内で実施してください。

はんだごてでのはんだ付は、こて先温度３００

℃以下、時間２秒以内で実施してください。

また、端子には力が加わらないようにはんだ

付ください。

４．フラックスは非腐蝕性のロジン系をご使用

ください。

５．フラックスの溶剤は化学作用の少ないアル

コール系をご使用ください。

６．フラックスがICソケットの上面から入ら

ないようにご注意ください。

７．ICの取り付け、取りはずしには、IC挿入、

引き抜き工具をご使用ください。

推奨挿入工具：常盤商工製IT４１シリーズ

オーケー・インダストリー

ス製MOSシリーズ

８．端子部を折り曲げますと同時成形部を破損

しはんだ付時にフラックスが這い上がる恐れ

がありますのでご注意ください。

２．材質・表面処理
部品名 材質 表面処理

フレーム ガラス入りPBT樹脂（UL９４V－０） －

コンタクト 銅合金 接触部；Ni下地Auめっき、端子部；Ni下地Snめっき

■寸法図（単位mm）
●DILはんだディップタイプ

外形寸法図 プリント基板加工寸法図（BOTTOM VIEW）

注）リブ：６，８，１４，１６芯はなし、１８，２０，２４，２８
芯は１本３２，４０芯は２本付いています。
詳しくはリブ位置寸法図をご覧ください。

一般公差±０．３

●リブ位置寸法（DILタイプ）

６芯～１６芯 ３２芯～４０芯

一般公差±０．３

１８芯～２８芯

寸法表 （mm）

芯数 A B C D

６ ７．６２ ５．０８１０．１６ ７．６２

８ １０．１６ ７．６２１０．１６ ７．６２

１４ １７．７８１５．２４１０．１６ ７．６２

１６ ２０．３２１７．７８１０．１６ ７．６２

１８ ２２．８６２０．３２１０．１６ ７．６２

２０ ２５．４ ２２．８６１０．１６ ７．６２

２４※１３０．４８２７．９４１７．７８１５．２４

２４※２３０．４８２７．９４１０．１６ ７．６２

２８ ３５．５６３３．０２１７．７８１５．２４

３２ ４０．６４３８．１ １７．７８１５．２４

４０ ５０．８ ４８．２６１７．７８１５．２４

※１は列間ピッチ１５．２４mm
※２は列間ピッチ７．６２mm

寸法表（mm）

芯数 E

３２ １１．５

４０ １５．５

●ICリード挿入口寸法

注）ICリード挿入口寸法以上のリードを挿入しないでください。
適合リード寸法は、０．３８～０．６１×０．２０～０．３５mm

CADデータ

μICソケット（AXS２）

このPDFカタログデータに記載の内容
は平成２０年１０月現在のものです。

機器設計時におかれましては、最新
の商品仕様書にてご確認願います。

taniguchi
新規スタンプ


